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Abstract (en)
[origin: CN104278296A] A method of synthesizing a metal foam of at least one metal M having a porous micrometric structure, the method including
a step of contact glow discharge electrolysis in an electrolytic plasma reduction conducted in an electrolytic solution in which are immersed an anode
and a cathode connected to a continuous electrical power supply, the electrolytic solution including at least one first electrolyte in a solvent, the first
electrolyte being the at least one metal M in cationic form, the electrolytic solution further including a gelatine, as well as a metal foam obtained by
this method, and a device comprising such a foam.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte à un procédé de synthèse d'une mousse métallique d'au moins un métal M présentant une structure micrométrique poreuse.
Ce procédé comprend une étape d'électrolyse par décharge luminescente de contact, cette électrolyse consistant en une réduction par plasma
électrolytique conduite dans une solution électrolytique dans laquelle sont immergées une anode et une cathode reliées à une alimentation
électrique continue, la solution électrolytique comprenant au moins un premier électrolyte dans un solvant, le premier électrolyte étant ledit au moins
un métal M sous forme cationique, la solution électrolytique comprenant en outre de la gélatine. L'invention se rapporte également à une mousse
métallique susceptible d'être obtenue par ce procédé, à l'utilisation de cette mousse ainsi qu'à un dispositif comprenant une telle mousse.
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